
 

旺矽科技股份有限公司 

人才培育獎助學金申請辦法 
一、目的 

旺矽科技股份有限公司(以下稱本公司)為培育理科、工科等相關領域優秀人才並獎勵優秀學生，

特設立人才培育獎助學金申請辦法，針對碩/博士生，辦理本項獎學金。 

二、獎學金分為獎助學金及到職獎金兩種，內容說明如下: 

1. 獎助學金: 

(1)獎助名額：每年合計共 10名，本公司得視申請狀況增減獎助名額。 

(2) 獎助生名稱：通過本公司審核且持續具備本辦法鎖定獎助資格之獲獎學生(以下簡稱旺矽

獎助生) 

(3)獎助金金額： 

身分 每期金額 最多期數 最高獎助學金 

碩士生 10萬/期 4期 40萬 

碩士生(產業合作) 15萬/期 4期 60萬 

博士 25萬/期 6期 150萬 

(4) 發放時間及給付方式：取得獎助學金資格後，次年一月底及七月底前各匯入一期獎助學

金金額，至獎助生提供之個人銀行帳戶。 

(5) 獎助說明：採擇優錄取制，每名碩士生獎助期限最多為兩年(四學期)，每名博士生獎助

期限至多為三年(六學期)。 

2. 到職獎金：旺矽獎助生畢業後至本公司報到任職者，本公司加發到職獎金金額如下: 

身分 每年金額 最多次數 最高到職獎金 

碩士生 10萬/年/次 2次 20萬 

碩士生(產業合作) 15萬/年/次 2次 30萬 

博士生 25萬/年/次 2次 50萬 

 

到職獎金發放時間：分別於通過試用期後次月及任職年資滿一年後之次月分兩次撥付，

到職獎金併入撥付當月薪資中發放。。 

三、申請條件 

1. 校系別：提出申請時就讀臺灣大學之理工科相關科系碩/博士班。 

2. 身分別：日間部碩士班/博士班一般生(不包含任何在職形式進修者) 

3. 成績： 

(1)歷年學業平均成績為 80分以上。 

(2)歷年操行平均成績為 80分以上且自入學後至申請日前均未受過處分者 

四、 申請期間： 

1. 自公告日起至 10月 15日止，於申請時間內(郵戳為憑)以掛號方式連同其它備審資料郵寄至

本公司人力資源部，地址：302新竹縣竹北市中和街 155號。(註明人才培育獎學金申請)。 

2. 檢附文件： 

(1) 制式申請表乙份(請浮貼 2吋照片)。 

(2) 學生證、身分證正反面影本各乙份，並浮貼於(附表一)上。 



 

(3) 個人資料蒐集、處理及利用同意書。 

(4) 在學成績單(碩一生提供大學歷年成績單正本、碩二生提供上一學年之成績單(需含學業成績

平均分數、排名，並加蓋學校印信) ，博一生提供碩士歷年成績單正本，博二生同碩二生。 

(5) 碩一及博一新生必須檢附研究所錄取證明 

(6) 指導教授推薦函一份(碩一新生請檢附大學就讀校系之老師推薦函) 博一新生請檢附碩

士就讀校系之老師推薦函。 

(7) 自傳、研究計畫或學習生涯規劃 

(8) 專題研究、參賽獲獎紀錄證明及其他各類優秀佐證影本(個人證照、期刊論文發表..)。 

五、 評核標準： 

本公司審核分為兩階段，由公司邀請評審委員審核決定，並保留最終決定權。 

1. 第一階段：書面審查(審查結果，另行通知) 

項目 細項說明 占比 

研究能力 

自傳、研究計畫、學習生涯規劃 30% 

專題報告、期刊論文學術研究成果 20% 

其他有利審查之資料 

(期刊投稿、專題研究、證照、得獎紀錄) 
20% 

學業、操行成績 歷年在學成績及操性成績 30% 

2. 第二階段：書面審查通過後，進行第二階段面試。 

項目 細項說明 占比 

表達能力 研究計畫報告、專業知識與實務經驗 50% 

發展潛力 可塑性、未來貢獻度 20% 

契合度 人格特質與本公司企業文化契合度 20% 

其他 服裝儀容、反應、態度等 10% 

六、獎助資格確認： 

本公司於核定獲獎學生名單後，於當年 12月 15日(含)前，將個別通知獲獎學生。 

七、旺矽獎助生義務： 

1. 獎助期間之義務 

(1)旺矽獎助生應於每學期結束時主動以 email或書面繳交該學期成績單至本公司人力資源部，

以便本公司評核是否延續獎助資格。獎助資格之評核，以該學期學業平均成績及操性成績

均達 80分以上為標準，且所有科目成績均需及格，並不可有違反校規遭記過處分之情事。

如旺矽獎助生無法達此標準，應提出書面說明取得本公司同意以延續獎助資格，若未獲本

公司核可，本公司將取消獎助資格。 

(2)本公司將視年度需求提供寒暑假實習機會，旺矽獎助生經指導教授同意，得到本公司實習，

實習期間薪資依本公司規定，但不計入工作年資，實習期間之住宿及交通之費用由旺矽獎

助生自行負擔。 

2. 旺矽獎助生畢業後若到本公司任職，核敘之薪資與職位依本公司規定以碩士/博士學歷核定，

福利比照本公司正式員工。 

3. 旺矽獎助生對於所接觸或知悉本公司或其相關企業之內部機密資訊，負有保密義務。 

八、獎助學金及到職獎金追償方式: 



 

1. 旺矽獎助生如有下列情事之一者，即喪失獎助資格，本公司得停止發給獎助學金： 

(1) 於入學當年度申請保留入學資格或未完成註冊，或中途休、退、輟學。 

(2) 獎助期間，學業成績平均未達 80分或操性低於 80分，且未獲本公司同意延續獎助資格。 

(3) 獎助期間內放棄接受獎助資格。 

(4) 申請轉校或轉系且申請之系所非本獎助方案所列之各相關研究所。 

(5) 受判刑宣告確定。 

(6) 有侵害他人之智慧財產權情事。 

(7) 有違反獎助學金合約情事。 

(8) 於獎助期間或至本公司服務期間有其他不當行為，經本公司審議取消獎助資格。 

2. 旺矽獎助生到職後，到職獎金已領第一年則依到職後未滿 12個月的日數比例返還，已領第

二年到職金則依到職後未滿第 13個月至第 24個月的日數比例返還。 

3. 返還方式： 

(1) 以「已受領之全部獎助學金及到職獎金(含政府規定之代扣各項規費，包含但不限於所得

稅、補充保費)」相同額度之金額，無息返還本公司。 

(2) 旺矽獎助生於接獲本公司返還獎助金及到職獎金之通知後，應於 7日內以電匯方式一次匯

款至本公司指定銀行帳戶。 

九、旺矽獎助生如有受領獎學金後，因意外事故或疾病因素導致喪亡或肢體、心神遭受損害，已領取

之獎學金，並得於免於追償。(須提供醫生診斷證明)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

旺矽科技股份有限公司 

人才培育獎助學金說明事項 

項  目 備         註 

申請期間 自公告日起至 10月 15日止 

申請條件 

1. 校系別：提出申請時就讀，臺灣大學之半導體領域相關科系 

2. 身分別：日間部碩/博士班一般生(不包含任何在職形式進修者) 

3. 成績： 

(1)歷年學業平均成績為 80分以上。 

(2)歷年操行平均成績為 80分以上且自入學後至申請日前均未受過處分者 

4. 未受領其他有約定提供服務等附隨義務之獎助學金者。 

寄件方式 
申請時間內(郵戳為憑)以掛號郵寄方式將應繳資料寄至「旺矽科技人力資源部」 

地址：302新竹縣竹北市中和街 155號 

申請文件 

請將下列資料按順序由上而下排列整齊，並以迴紋針於左上角固定 

□ 1. 人才培育獎助學金申請表 

□ 2. 身分證、學生證正反面影本各乙份(浮貼於附表一上) 

□ 3. 個人資料蒐集、處理及利用同意書 

□ 
4. 歷年在學成績單(成績上面必須由校方註明班上總人數排名) 

   (碩一新生請提供大學成績單)(博一新生請提供碩士成績單) 

□ 5. 碩一/博一新生必須檢附研究所錄取證明 

□ 6. 指導教授推薦函一份(碩一新生請檢附大學就讀校系之專任老師推薦函) 

□ 7. 自傳、研究計畫或學習生涯規劃 

□ 
8. 專題研究、參賽獲獎紀錄證明及其他各類優秀佐證影本(個人證照、期刊   

   論文發表..) 

注意事項 

1. 如因申請表件不齊或資料填寫不全者，恕不受理申請。 

2. 繳交之審核相關文件資料，概不退還。 

3. 郵戳為憑，逾期恕不受理 
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旺矽科技股份有限公司 

人才培育獎助學金申請表 

1.茲證明以上所填寫資料均屬實。  

2.本人已詳讀旺矽科技人才培育獎助學金辦法，並願意遵守相關規定。  

3.本人同意本公司查核申請之任何有關資料。 

                             申請人：_______________ (簽名) _____年_____月_____日 

--------------------------------------以下由公司填寫--------------------------------------- 

※申請條件審查結果：□通過           □不通過 

※審核流程 
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姓      名  學  號  □碩一□碩   □博一□博二□博    

身分證字號  出生年月日  性別  

  (請浮貼) 

   2吋照片 

地址 

通訊地  

戶籍地 

□同通訊地 
 

聯 絡 電 話 電話： 手機： 

Email  

目前就讀 

學校/系所 
                                          (附上學生證) 

指 導 教 授  

學歷 

學位 校名 科系 學制 
起訖 

(西元年/月~西元年/月) 

碩士   研究所  

大學   大學/四技/二技  

學業

成績 

歷年成績/

排名 
學業平均成績：_______________；操行平均成績：_______________ 

英文檢定成績 測驗機構  分數  測驗時間  

家長聯絡人 姓名  關係  電話  

如有受領其他有服務義務約定之獎助學金者，不符本公司獎學金申請條件。 

是否領有其他有服務義務約定之獎助學金? □是，機構__________________   □否 

總 經 理 審 查 委 員 審 查 成 績 

□核准獎助學金發放 

□不核准獎助學金發放 

簽名: 

 書面審查平均成績： 

面試平均成績： 

排名： 

預計錄取單位：                                        



 

附表一 

身分證(正反面影本) 學生證(正反面影本) 

(請浮貼) 

身分證正面 

(請浮貼) 

學生證正面 

(請浮貼) 

身分證反面 

 

(請浮貼) 

學生證反面 
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個人資料蒐集、處理及利用告知書                                 

暨個人意願表達書 

 
 

 

 

旺矽科技股份有限公司(以下簡稱本公司)因人才招募、聘僱或任職本公司後員工管理所需，而對當事

人之個人資料進行蒐集、處理、利用時，本公司依個人資料保護法第 3 條、第 8條、第 9條及第 19

條規定，向當事人告知相關事項如下： 

 

一、蒐集者名稱：旺矽科技股份有限公司(包括總公司及分公司) 

 

二、蒐集的目的：○○二人事行政管理、○三一全民健康保險、勞工保險、○三六存款與匯款、○六

四保健醫療服務、○六九契約、類似契約或其他法律關係事務、○七三政府資訊公開、檔案管理

及應用、○七八計畫、管制考核與其他研考管理、一○七採購與供應管理、一○九教育或訓練行

政、一一四勞工行政、一一八智慧財產權、光碟管理及其他相關行政、一二九會計與相關服務、

一三六資（通）訊與資料庫管理、一三七資通安全與管理、一四五僱用與服務管理。 

 

三、個人資料之類別：識別類（C001識別個人者、C002識別財務者、C003政府資料中之辨識者）、

特徵類（C011個人描述、C012身體描述、C013習慣、C014個性）、家庭情形（C021家庭情形、

C022婚姻之歷史、C023家庭其他成員之細節、C024其他社會關係）、社會情況（C039執照或其

他許可）、教育考選技術或其他專業（C051學校記錄、C052資格或技術、C054職業專長、C057

學員或應考人記錄）、受僱情形（C061現行之受僱情形、C062僱用經過、C064工作經驗、C065

工作差勤記錄、C066健康與安全記錄、C068薪資與預扣款、C070工作管理細節、C071工作之評

估細節、C072受訓記錄）、健康與其他（C111健康記錄）等及其他可以直接或間接識別該個人且

為本公司人事管理運作相關的資料。 

您於提供家庭狀況、緊急聯絡人、緊急聯絡電話、介紹人等非由該當事人提供之個資時，請您務

必確認已對該當事人告知且該當事人已同意您會將該當事人之個資提供予本公司，本公司將依法

蒐集、處理、利用其個人資料。 

 

四、個人資料利用之期間、地區、對象及方式： 

(1) 期間: 若經錄取，您的個人資料將依公司員工個人資料保護方式處理; 若未被錄取，您的個

人資料將配合公司每年度統一銷毀文件作業時間點一併銷毀。 

(2) 地區: 本公司及分公司營運地區。 

(3) 對象: 本公司及分公司內部相關人員使用，以利資料處理、分析。 

(4) 方式: 作為蒐集之特定目的範圍內使用。 

 

（背面尚有資料) 
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五、當事人依據個資法第 3條規定得行使之權利及方式： 

當事人得以書面方式向本公司提出請求，就其蒐集之個資，答覆查詢、提供閱覽或製給複製本(得

依法酌收必要成本費用)、補充或更正個人資料，及要求對其個資停止蒐集、處理或利用，或刪

除其個人資料。 

 

六、當事人得自由選擇是否提供個人資料，不提供將對其權益之影響： 

當事人倘不願意提供個人資料或不同意本公司蒐集、處理或利用其個人資料者，本公司將無法判

斷您的個人資料之正確性及所應徵職務之適任性等，以至於影響您覓得適當的職缺。 

 

 

 

對於上述事項，同意者，請勾選『同意』欄位並請親自簽名及填寫身份證字號，同意本公司於上

述目的範圍內蒐集、處理及利用其個人資料 ; 不同意者，請勾選『不同意』欄位並請親自簽名，

聲明放棄面試權利。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

□本人同意 

本人確實知悉以上個人資料保護告知事項內

容，並同意旺矽科技於上述目的範圍內蒐集、

處理及利用個人所提供之各項資料。  

姓名:     

身份證字號：     

日期：        年         月         日 

□本人不同意 

本人不願意提供個人資料或不同意旺矽科技 

於上述目的範圍內蒐集、處理及利用個人所提

供之各項資料，特此聲明放棄面試權利。 

姓名(聲明人):     

 

日期：        年         月         日 

 

 

 

 

 

 
2 

表單編號: ADM-F-HR-070-02                    Confidential B            Ref：ADM-A-HR-039 


